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配售條款 

上市代號 2249.HK 

股份名稱 NEXCHIP SEMICONDUCTOR (CHINA) LIMITED 

合肥晶合集成電路股份有限公司 

上市板塊 主板 

公司介紹 合肥晶合集成電路股份是一家領先的 12 英寸純晶圓代工企業，處於

全球半導體價值鏈的關鍵環節。集團的代工服務覆蓋 150nm至 40nm

技術節點，並已成功開發 28nm 邏輯芯片平台。 

根據資料，於 2020 年至 2025 年，全球前十大晶圓代工企業中，集

團的產能及收入增長速度為全球第一。2025 年，以收入計，集團為

全球第九大、中國大陸第三大晶圓代工企業。 

集團的技術平台組合提供代工服務，主要包括 DDIC、CIS 及 PMIC，

而 LogicIC 及 MCU 在迅速增長。集團主要為無晶圓、輕晶圓及 IDM

公司等集成電路設計公司提供晶圓代工服務。服務多元客戶群，包

括消費電子、汽車電子、智能家居、工業控制、AI、物聯網及存儲

器等終端市場的無晶圓、輕晶圓及 IDM 公司等領先集成電路設計公

司。 

集團在安徽省合肥市經營一個專注於 12 英寸晶圓代工的大規模集

成生產基地。於 2025 年，12 英寸晶圓的平均月產量為 139 千片。 

 

详细内容请参看 HKEXnews 披露易内之最新上市公司公告 

總發行股本 216,167,000 股 H 股（視乎超額配股權行使與否而定） 

配售股數 194,550,300 股 H 股 

（可予重新分配且視乎超額配股權行使與否而定） 

招股價 每股 H 股 32.30 港元， 

另加 1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%香港聯交

所交易費及 0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多

繳股款將予以退還） 

開始認購日期 2026 年 6 月 30 日（星期二） 

截止認購日期 

 

2026 年 7 月 7 日（星期二）中午 12 時正 

（按實際認購情況可隨時截止認購） 

上市日期 2026 年 7 月 10 日（星期五） 

保薦人 中國國際金融香港證券有限公司 

財通代認購經紀佣金 3% 

其他 申請人必須為認可的專業投資者 

最低認購金額 100 萬美元或 780 萬港元 

  



 

財通國際證券有限公司 
地址：香港上環皇后大道中 181 號 

新紀元廣場 24 樓 2401-05 室 
客服熱線：852-37132901 

   

更新日期：2026 年 7月 03 日 

免責條款 

 本材料是根據招股章程的發出人的文件內容,並非財通國際證券有限公司的推薦意見。 

 關於有意的投資者在決定是否投資於正在進行的要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有

關要約的詳細資料的聲明。 

 關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任

何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。 

 有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便

不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。 

創業版股份警戒聲明 

 公眾人士應注意，創業板乃為相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險的公司提供一個上市的市場。

創業板的較高風險及其他特色表示創業板較適合專業及其他經驗豐富的投資者。 

 由於創業板上市公司的性質所然，在創業板買賣的證券可能會較於主板買賣的證券承受較大的市場波動風險，

同時無法保證在創業板買賣的證券會有高流通量的市場。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，

並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 

 


